
LED驱动电路中贴片电容焊接温度

产品名称 LED驱动电路中贴片电容焊接温度

公司名称 深圳市易容信息技术有限公司

价格 88.00/个

规格参数 品牌:易容
型号:156

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（
入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

联系电话 400-6183728 15999542045

产品详情

 

贴片电容是多层(积层，叠层)片式陶瓷电容器的中文简称，英文缩写为mlcc。贴片电容受到温度冲击时
，容易在焊端前端产生裂纹。在这点上，小尺寸电容性能要优于大尺寸电容，其原理就是大尺寸的电容
导热没这么快到达整个电容，于是电容本体的不同点的温差大，所以膨胀大小不同，从而产生应力。这
个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样。

贴片电容怎么焊接

另外，在mlcc焊接过后的冷却过程中，mlcc和pcb的膨胀系数不同，于是产生应力，导致裂纹。要避免这
个问题，回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊，那么这种失效会大大增加
。mlcc更是要避免用烙铁手工焊接的工艺。然而事情总是没有那么理想。烙铁手工焊接有时也不可避免
。比如说，对于pcb外发加工的电子厂家，有的产品量特少，贴片外协厂家不愿意接这种单时，只能手工
焊接;样品生产时，一般也是手工焊接;特殊情况返工或补焊时，必须手工焊接;修理工修理电容时，也是
手工焊接。无法避免地要手工焊接mlcc时，就要非常重视焊接工艺。

众所周知，ic芯片的封装贴片式和双列直插式之分。一般认为：贴片式和双列直插式的区别主要是体积
不同和焊接方法不同，对系统性能影响不大。其实不然。pcb上每一根走线都存在天线效应。pcb上的每
一个元件也存在天线效应，元件的导电部分越大，天线效应越强。所以，同一型号芯片，封装尺寸小的
比封装尺寸大的天线效应弱。

同一装置，采用贴片元件比采用双列直插元件更易通过emc测试。此外，天线效应还跟每个芯片的工作
电流环路有关。要削弱天线效应，除了减小封装尺寸，还应尽量减小工作电流环路尺寸、降低工作频率
和di/dt。留意最新型号的ic芯片(尤其是单片)的管脚布局会发现：它们大多抛弃了传统方式——左下角为
gnd右上角为vcc，而将vcc和gnd安排在相邻位置，就是为了减小工作电流环路尺寸。不仅是ic芯片，电阻
、电容(buz60)封装也与emc有关。



用0805封装比1206封装有更好的emc性能，用0603封装又比0805封装有更好的emc性能。目前国际上流行
的是0603封装。零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.
因此不同的元件可共用同一零件封装，同种元件也可有不同的零件封装。像电阻，有传统的针插式，这
种元件体积较大，电路板必须钻孔才能安置元件，完成钻孔后，插入元件，再过锡炉或喷锡(也可手焊)
，成本较高，较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(smd)这种元件不必钻孔，用钢膜将半熔状锡
膏倒入电路板，再把smd元件放上，即可焊接在电路板上了。

 

www.mlcc1.com
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